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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien 1’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a I’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

©® Bulletin de Ia CEI

® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I’Index géné-
ral étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I
peuvent étre obtenus sur demande.

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphiques et littéraux spécjdux sont
inclus dans la présente publication.

* Les symboles littéraux pou
microcircuits intégrés font 1’objet de la Publication 148 de la CEL
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¢ dispositifs 4 semi-conducteurs et les

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® I1EC Bulletin

©® Report on [EC Activities
Published yearly

@ Catalogue of IEC Publications
Published yearly

Terminology used in this\publication

gparate chapters each dealmg
Index being published as a

he complete series of graphical symbols approved by the
C is given in IEC Publication 117.

Letter symbols* and other signs approved by the IEC are
contained in I EC Publication 27.

Other I E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other I EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.

* The letter symbols for semiconductor devices and integrated micro-
circuits are contained in IEC Publication 148,
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément 3 la Publication 191-3 (1974)

-

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

2)
3)

de manipulation, fut{i}is ;
Les pays suivants se'sén

Troisiéme partie: Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement
des circuits intégrés

PREAMBULE

national sur les sujets examinés. :

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont a

clairs dans cette derniére.

Japon

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie
Royaume-Uni

Suede

Suisse

Turquie

Union des Républiques
Italie Socialistes Soviétiques

Un projet, document 47(Bureau Central)533, modifiant le paragraphe 4.4 de la Publication 191-3 de la CEJ, fut soumis a I’approbation

des Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en juin 1974."

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne Japon
Argentine Pays-Bas
Australie Pologne
- Belgique Portugal
Canada Roumanie
Danemark Royaume-Uni
Espagne Suede
Etats-Unis d’Amérique ) Suisse
Finlande Tchécoslovaquie
France . Turquie
Israél Union des Républiques
Italie Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3: General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

FOREWORD

3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wi
I EC recommendation for their national rules in so far as national condliti
mendation and the corresponding national rules should, as far as possi

to the National Committee<:
The following countries voted

Australia Poland

Portugal

Romania

Spain

Sweden
. Switzerland

Turkey

Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Japan United Kingdom
Netherlands United States of America

A draft, Document 47(Central Office)533, amending Sub-clause 4.4 of IEC Publication 191-3, was submitted to the National Com-
mittees for approval under the Six Months’ Rule in June 1974,

The following countries voted explicitly in favour of the publication:

Argentina Netherlands
Australia Poland

Belgium Portugal

Canada Romania
Czechoslovakia Spain

Denmark Sweden

Finland Switzerland

France Turkey

Germany Union of Soviet
Israel Socialist Republics
Italy United Kingdom
Japan United States of America
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